
上海技美科技股份有限公司简介

上海技美科技股份有限公司（以下简称“技美科技”）是一家掌握中高端芯片封装工艺技术、高速高精度运动机械设计与制造技术、高性能智能运动控制软件及电气设计技术的“高新技术企业”，致力于成为芯片制造业领先的工艺设备供应商和中国通用型机器人领导者，主要为芯片制造业提供晶圆减薄、分切、键合及分选整体工艺设备解决方案，为各种中小制造企业提供高性价比（掌握机器人核心部件设计/生产能力）的通用机器人及智能工厂解决方案。
所处行业属性好，整体市场发展空间较大。半导体专用设备及工业机器人均为国家政策所重点支持行业，市场发展前景较好，整体市场空间较大——全球市场容量达数百亿元，国内市场容量达数十亿元。
技美科技核心团队综合实力较强。核心团队成员履历丰富，具有丰富的芯片制造、精密机械及模具制造、机器人设计及制造等多个行业经验，部分成员具有多年欧美日企业及国企技术、管理与市场工作背景，精通各种自动化技术及先进制造业，具有较好的互补性，整体实力较强。
技美科技基础业务扎实，安全性高。技美科技半导体封装专用设备方面，市场拓展能力较强，产品性价比较高（性能相同，价格为日系 80%），获得多家优质客户认可，典型代表为全球前十大封装测试代工厂中的五家（日月光、星科金朋、力成、长电科技、UTAC）；技美科技在该领域初具品牌效应，业务安全性高。

一、符合国家信息安全战略及工业4.0发展方向 
产品线1---半导体高端装备，符合国家信息安全战略及国家集成电路产业发展推进纲要，用于加工芯片，精密度高属国家重点支持高端装备领域 
产品线2---通用协作机器人，符合工业4.0发展方向，减速机、控制器、电机、编码器等核心部件真正拥有自主核心技术

两大产品线一脉相承，通用协作机器人技术源自半导体装备的晶圆搬运洁净机械手 

二、领先的行业地位及优质的企业资质
1、新三板挂牌公司（2015年11月挂牌） 
2、国家十一五及十二五02专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”课题承担单位 

3、上海市专利示范试点企业，发明专利9项+实用新型专利7项+50项新专利申请中 

三、成熟的产品线及先进的创新技术资源
1、半导体装备20+种产品，国内外150+客户基础，预期2016年伴随国家集成电路产业大基金推动，半导体行业进入12寸先进3D及晶圆级封装时代，半导体装备迎接全自动时代到来。 
2、通用协作机器人，已出可量产的工程机，首批量产100台，即可用于市场前期拓展。 

四、稳定、专业、高素质、高效率的管理团队 

1、20+ 年的半导体装备应用、开发、制造、销售经验； 

2、20+ 年的高性能精密机械、大型复杂电气及软件控制技术研发设计能力； 
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上海技美科技股份有限公司简介企业实践岗位及要求
一、企业实践培训时间及内容  

本次企业实践时间为1年。企业实践共分为四个阶段：
第一阶段，集中理论培训。时间为一个月，技美科技安排对实践教师进行企业文化,行业现状,发展前景介绍,并结合实践教师专业方向进行顶岗培训内容理论知识的铺垫.
第二阶段，内部跟岗实践。时间为两个月，安排在技美科技各技术事业部，由技美科技资深研发专家一对一进行专业指导，具体内容结合企业研发内容与实践教师专业方向进行规划。
第三阶段，独立顶岗实践。时间为9个月，由技美科技根据工作需要(具体岗位职责详见第五条)，实践教师在技美科技培训指定人员的定岗定量指导下，参加顶岗实训。
第四阶段，企业实践总结。总结企业实践成果，对考核合格的学员颁发相应证书。
二、企业实践的岗位及职责方向
(一)机械设计工程师（2 人）
[顶岗培训时长]：12个月  
[访问培训地点]：上海
培训内容 了解半导体以及智能机器人领域的机械设计,并参与到具体研发当中,后前独立承担完成一定的团队设计任务,主要方向为自动化设备机械结构的设计,各种传动机构的设计,涉及运用到3D CAD软件。同时对零件加工工艺进行编排，运用装配理论制定部件组装工艺文档,尝试参与动手实践.
        培训要求  优先考虑机械设计及其自动化专业，熟悉3D CAD 软件，掌握一定的机械专业基础理论知识，具备装配工艺知识并且愿意进行的一定的动手实践。                
      (二)电气硬件工程师（2 人）
[顶岗培训时长]：12个月  
[访问培训地点]：上海
培训内容 了解半导体以及智能机器人领域的电气硬件相关知识,并参与到具体研发当中,后前独立承担完成一定的电气硬件相关任务,主要方向为自动化设备电气硬件选型，电气原理图与接线图的制作。
         培训要求  优先考虑自动化专业，熟悉EPLAN 软件，掌握电气专业基础理论知识，具备装配工艺知识以及良好的动手能力。
      (三)VC 软件工程师/机器人系统工程师（2 人）
[顶岗培训时长]：12个月  
[访问培训地点]：上海
培训内容  了解半导体以及智能机器人领域的VC软件以及机器人系统相关知识,并参与到具体研发当中,后前独立承担完成一定的VC软件以及控制方面任务,主要方向为PCB电路设计，硬件程序开发，上位机动态链接库开发以及部件组装工艺文档的制定。
       培训要求  优先考虑自动化、计算机或其他相关专业，精通C语言与C++以及VC，熟练进行硬件编程以及界面编程及动态链接库开发；掌握运动控制理论，同时因为顶岗实习的过程中涉及到国外技术的引进运用，要求具备一定的英语基础，能够阅读国外技术资料。

 (四)硬件工程师/电机硬件驱动工程师（1 人）
[顶岗培训时长]：12个月  
[访问培训地点]：上海

培训内容 了解半导体以及智能机器人领域的相关知识,并参与到具体研发当中,后前独立承担完成以下方向任务：
1. PCB 电路设计；
2. 无刷直流电机驱动器电路原理图、PCB 设计、硬件调试及配合联调；
3. 工业常用通信模块以及系统的硬件设计,包括USART，SB，CAN、EtherCAT 、ProfitBus、工业无线通信等电路设计与制作；
4. 理解各传感器工作原理、进行常用工业传感器选型及电路设计制作；
5. 常用I/O 设备工作原理及硬件方案设计，如显示屏、摄像头、操作按钮等器件的集成应用；IO 板设计与制作等；
6. 相应系统的电源设计。
     培训要求   优先考虑电力电子、自动化、电气传动相关专业，具有功率电路（电机驱动、开关电源、变频器、逆变器）设计经验，熟悉单片机系统设计和ARM嵌入式系统设计，掌握运动控制理论。涉及到国外技术的引进应用，要求英语良好，可以读懂英文相关文献。
 (五)图像处理工程师（1 人）
[顶岗培训时长]：12个月  
[访问培训地点]：上海

培训内容了解半导体以及智能机器人领域的相关知识,并参与到具体研发当中,后前独立承担图像处理方面任务，涉及到工业级图像系统应用需求分析；图像采集、高速无线通信硬件设计实现；数据流框架构建与相关底层代码编写；调试包括工业相机、图像显示相关功能模块开发；
     培训要求   优先考虑电子电气类、机械类或计算机类专业，熟悉嵌入式CPU 及相关电路的原理图绘制开发；熟悉GegE Vision2.0 图像传输、图像格式转换、H.264/265 视频编码协议以及LED 屏动态扫描等图像数据处理协议与信号控制流程；熟悉Ethernet、SPI、HDMI、rapid io、mipi 等接口；熟悉硬件开发工具、高速电路，开发过CCD 相机硬件电路，有电源及WIFI设计经验；掌握C/C++程序设计语言；. 熟悉千兆网、USB2.0/3.0 接口协议；掌握CCD 相机、显示屏的方案选型，原理图绘制，layout，调试等开发流程。



